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中信建投证券股份有限公司 

关于合肥颀中科技股份有限公司 

2025 年半年度持续督导跟踪报告 

 

保荐人名称：中信建投证券股份有限

公司 

上市公司名称：合肥颀中科技股份有限

公司 

保荐代表人姓名：吴建航 

联系方式：021-68801584 

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 

528 号上海证券大厦北塔 2203 室 

保荐代表人姓名：廖小龙 

联系方式：021-68801584 

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 

528 号上海证券大厦北塔 2203 室 

 

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕415

号文”批准，合肥颀中科技股份有限公司（简称“公司”或“颀中科技”）向社

会公开发行人民币普通股 200,000,000 股。公司本次发行新股的发行价为 12.10

元/股，募集资金总额人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币

187,373,816.76 元后，募集资金净额人民币 2,232,626,183.24 元。本次公开发行股

票于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简

称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐

业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本 2025 年半年度持

续督导跟踪报告。 

 

一、持续督导工作情况 

 工作内容 持续督导情况 

1 

建立健全并有效执行持续督导工作制

度，并针对具体的持续督导工作制定

相应的工作计划。 

保荐人已建立健全并有效执行了

持续督导工作制度，并结合持续督

导各项工作事宜制定了相应的工

作计划。 

2 

根据中国证监会相关规定，在持续督

导工作开始前，与上市公司或相关当

事人签署持续督导协议，明确双方在

持续督导期间的权利义务，并报上海

证券交易所备案。 

保荐人已与颀中科技签订《持续督

导协议》，该协议明确了双方在持

续督导期间的权利和义务。 

3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、 保荐人通过日常沟通、定期或不定
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 工作内容 持续督导情况 

尽职调查等方式开展持续督导工作。 期回访、现场检查、查阅相关公开

信息进行尽职调查等方式，了解颀

中科技经营、股票交易等情况，对

颀中科技开展持续督导工作。经核

查，本持续督导期内，上市公司不

存在持续经营能力、核心竞争力或

者控制权稳定有重大不利影响的

风险或者负面事项。 

4 

持续督导期间，按照有关规定对上市

公司违法违规事项公开发表声明的，

应于披露前向上海证券交易所报告，

经上海证券交易所审核后在指定媒体

上公告。 

保荐人通过现场检查、现场培训等

措施，督导公司遵守法律、法规、

部门规章和上海证券交易所发布

的业务规则及其他规范性文件。经

核查，本持续督导期内，颀中科技

未出现按有关规定须保荐人公开

发表声明的违法违规情况。 

5 

持续督导期间，上市公司或相关当事

人出现违法违规、违背承诺等事项的，

应自发现或应当发现之日起五个工作

日内向上海证券交易所报告，报告内

容包括上市公司或相关当事人出现违

法违规、违背承诺等事项的具体情况，

保荐人采取的督导措施等。 

保荐人取得了上市公司及相关当

事人的各项承诺，逐一核查承诺履

行情况。经核查，本持续督导期内，

颀中科技及相关当事人未发生违

法违规或违背承诺等事项。 

6 

督导上市公司及其董事、高级管理人

员遵守法律、法规、部门规章和上海

证券交易所发布的业务规则及其他规

范性文件，并切实履行其所做出的各

项承诺。 

保荐人通过现场检查、现场培训等

措施，督导颀中科技及其董事、高

级管理人员遵守法律、法规、部门

规章和上海证券交易所发布的业

务规则及其他规范性文件，切实履

行其所做出的各项承诺。经核查，

本持续督导期内，颀中科技及其董

事、高级管理人员均遵守相关法律

法规及规范性文件，不存在违反承

诺的情形。 

7 

督导上市公司建立健全并有效执行公

司治理制度，包括但不限于股东会、

董事会议事规则以及董事和高级管理

人员的行为规范等。 

保荐人督促颀中科技依照相关规

定健全完善公司治理制度并严格

执行，取得了各项制度，并对重大

投资、关联交易等事项进行了核

查。经核查，本持续督导期内，公

司已建立健全并有效执行公司治

理制度。 

8 

督导上市公司建立健全并有效执行内

控制度，包括但不限于财务管理制度、

会计核算制度和内部审计制度，以及

募集资金使用、关联交易、对外担保、

保荐人对颀中科技的内控制度的

设计、实施和有效性进行了核查，

包括但不限于财务管理制度、会计

核算制度和内部审计制度，以及募
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 工作内容 持续督导情况 

对外投资、衍生品交易、对子公司的

控制等重大经营决策的程序与规则

等。 

集资金使用、关联交易、对外担保、

对外投资、衍生品交易、对子公司

的控制等重大经营决策的程序与

规则等，并了解其内部审计的执行

情况。经核查，本持续督导期内，

颀中科技的内控制度符合相关法

规要求并得到了有效执行，能够保

证公司的规范运行。 

9 

督导公司建立健全并有效执行信息披

露制度，审阅信息披露文件及其他相

关文件并有充分理由确信上市公司向

上海证券交易所提交的文件不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 

保荐人督促颀中科技严格执行信

息披露制度，同时及时审阅信息披

露文件及其他相关文件。经核查，

本持续督导期内，公司已建立健全

并有效执行信息披露制度，不存在

信息披露更正或补充公告的情况，

不存在向上海证券交易所提交的

文件不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏的情况。 

10 

对上市公司的信息披露文件及向中国

证监会、上海证券交易所提交的其他

文件进行事前审阅，对存在问题的信

息披露文件应及时督促上市公司予以

更正或补充，上市公司不予更正或补

充的，应及时向上海证券交易所报告。 

对上市公司的信息披露文件未进行事

前审阅的，应在上市公司履行信息披

露义务后五个交易日内，完成对有关

文件的审阅工作对存在问题的信息披

露文件应及时督促上市公司更正或补

充，上市公司不予更正或补充的，应

及时向上海证券交易所报告。 

保荐人对颀中科技的信息披露文

件及其他相关文件进行了及时事

前审阅，并查阅了相关公开信息及

对相关主体进行访谈。经核查，本

持续督导期内，公司不存在相关文

件存在问题需进行信息披露更正

或补充公告的情况，不存在不予更

正或补充应及时向上海证券交易

所报告的情况。 

11 

关注上市公司或其控股股东、实际控

制人、董事、高级管理人员受到中国

证监会行政处罚、上海证券交易所纪

律处分或者被上海证券交易所出具监

管关注函的情况，并督促其完善内部

控制制度，采取措施予以纠正。 

保荐人督促颀中科技完善并严格

执行内部控制制度，并通过现场检

查、现场培训等措施，督导颀中科

技及其董事、高级管理人员遵守法

律、法规、部门规章和上海证券交

易所发布的业务规则及其他规范

性文件。经核查，本持续督导期内，

颀中科技及其控股股东、实际控制

人、董事、高级管理人员未发生受

到中国证监会行政处罚、上海证券

交易所纪律处分或者被上海证券

交易所出具监管关注函的情况。 
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 工作内容 持续督导情况 

12 

持续关注上市公司及控股股东、实际

控制人等履行承诺的情况，上市公司

及控股股东、实际控制人等未履行承

诺事项的，及时向上海证券交易所报

告。 

保荐人取得上市公司及控股股东、

实际控制人的各项承诺，逐一核查

承诺履行情况，并查阅相关公开信

息，访谈相关主体。经核查，本持

续督导期内，颀中科技及其控股股

东、实际控制人不存在未履行承诺

的情况。 

13 

关注公共传媒关于上市公司的报道，

及时针对市场传闻进行核查。经核查

后发现上市公司存在应披露未披露的

重大事项或与披露的信息与事实不符

的，应及时督促上市公司如实披露或

予以澄清；上市公司不予披露或澄清

的，应及时向上海证券交易所报告 。 

保荐人查阅了公司公告与相关公

开信息，并对相关主体进行访谈。

经核查，本持续督导期内，颀中科

技不存在应披露未披露的重大事

项或与披露的信息与事实不符的

重大事项。 

14 

发现以下情形之一的，保荐人应督促

上市公司做出说明并限期改正，同时

向上海证券交易所报告：（一）上市

公司涉嫌违反《上市规则》等上海证

券交易所相关业务规则；（二）证券

服务机构及其签名人员出具的专业意

见可能存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏等违法违规情形或其他不当

情形；（三）上市公司出现《保荐办

法》第七十条规定的情形；（四）上

市公司不配合保荐人持续督导工作；

（五）上海证券交易所或保荐人认为

需要报告的其他情形。 

保荐人通过现场检查、现场培训等

措施，督导颀中科技及其董事、高

级管理人员遵守法律、法规、部门

规章和上海证券交易所发布的业

务规则及其他规范性文件。经核

查，本持续督导期内，颀中科技未

发生相关情况。 

15 

制定对上市公司的现场检查工作计

划，明确现场检查工作要求，确保现

场检查工作质量。上市公司出现以下

情形之一的，应自知道或应当知道之

日起十五日内或上海证券交易所要求

的期限内，对上市公司进行专项现场

检查：（一）存在重大财务造假嫌疑； 

（二）控股股东、实际控制人及其关

联人涉嫌资金占用；（三）可能存在

重大违规担保；（四）控股股东、实

际控制人及其关联人、董事或者高级

管理人员涉嫌侵占上市公司利益；

（五）资金往来或者现金流存在重大

异常；（六）上海证券交易所要求的

其他情形。 

本持续督导期内，保荐人已针对上

市公司制定了严格的现场检查的

相关工作计划，并明确了现场检查

工作要求，确保现场检查工作质

量。2025 年 1-6 月，公司未出现

需要进行专项现场检查的情形。 
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 工作内容 持续督导情况 

16 持续关注上市公司的承诺履行情况。 

保荐人取得了上市公司及相关当

事人的各项承诺，并持续关注相关

承诺履行情况。经核查，本持续督

导期内，公司上市公司及相关当事

人未发生违反承诺履行的情况。 

 

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现颀中科技存在重大问题。 

 

三、重大风险事项 

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下： 

（一）核心竞争力风险 

1、宏观经济和行业周期波动的风险 

目前，国际贸易摩擦不断，全球半导体市场面临较大压力，半导体产业仍处

于周期性波动中，公司主营业务为集成电路封装测试服务，具有较强的周期性。

例如，下游显示面板行业具有周期性较强、价格波动较大的特点，间接对显示驱

动芯片及相关封测需求产生较大影响。同时，显示驱动芯片、电源管理芯片以及

射频前端芯片等产品的下游终端主要为消费类电子，如智能手机、平板电脑、笔

记本电脑、高清电视、智能穿戴、车载产品等，相关产品性能更新速度快、品牌

及规格型号繁多使得需求变化较大，存在不确定性。 

2、技术及产品升级迭代的风险 

随着全球集成电路行业的不断发展及终端应用产品对集成电路相关性能的

要求不断提高，集成电路对端口密度、信号延迟及封装体积等提出了越来越高的

要求。以显示驱动芯片为例，一方面，显示屏幕分辨率、清晰度的提升意味着更

多 I/O 数量，对凸块制造的密度、间距提出越来越高的要求，测试的复杂性也随

之提升，后段封装的精准度和难度也大幅增加；另一方面，AMOLED、Mini Led、

Micro Led 等新型显示技术正处于发展阶段，相关新型显示技术对已有显示技术

的升级迭代将间接对显示驱动芯片封测技术产生一定影响。 
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如果公司无法根据行业发展趋势和下游客户需求进行技术与产品创新，或新

开发的产品质量未能得到客户认可，或研发项目无法顺利实现商业化，将可能面

临订单流失、市场地位下降的风险，从而对公司的核心竞争力造成不利影响。 

（三）经营风险 

1、行业波动及需求变化风险 

受国际地缘政治冲突、经济环境的影响，近年来，集成电路行业需求出现较

大波动。公司主营业务为集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理

芯片、射频前端芯片等多类产品，集成电路行业的发展状况对公司的生产经营具

有重大直接影响。集成电路行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会

超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球集成电路产业市场出现

较大波动，将对公司经营业绩带来较大的影响。 

2、市场竞争加剧的风险 

近年来，各大封测厂商积极布局先进封装业务，在显示驱动芯片封测领域，

除细分行业龙头颀邦科技、南茂科技继续在相关领域保持领先地位外，综合类封

测企业通过自建或与其他方合作等方式对相关领域也进行积极布局。相较于行业

内头部封测企业，公司在资产规模、资本实力、产品服务范围等方面存在一定差

距，面对行业竞争加剧的局面，若公司不能较好地采取措施应对，可能会对公司

业务开拓以及经营业绩产生不利影响。 

3、非显示类业务开拓不利的风险 

公司从 2015 年开始布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等非显示先进封装

技术的研发，并于 2019 年完成后段 DPS 封装的建置，目前正在建置载板覆晶封

装、BGBM/FSM、Cu Clip 制程。报告期内，公司非显示类业务虽增长较快但整

体规模相对较小，非全制程占比较高，且主要集中在电源管理、射频前端等芯片

领域，客户主要集中在中国境内，与长电科技、通富微电、华天科技等头部综合

类封测企业相比综合实力具有较大差距。若综合类封测企业对相关细分领域进行

大规模投入、非显示类客户导入不及预期或下游终端市场环境出现不利变化等情

况，则存在非显示封测业务开拓不利的风险。 
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4、研发技术人才流失风险 

集成电路封测行业是典型的技术密集行业，企业的技术研发实力源于对专业

人才的储备和培养。虽然近几年中国大陆集成电路封测行业取得快速发展，从业

人员逐步增多，但专业研发人才供不应求的情况依然普遍存在。由于近几年市场

对于集成电路封测高端人才的需求急剧增加，人才聘用成本不断上升，未来一段

时间，专业人才相对缺乏仍将成为制约行业发展的重要因素之一。若公司核心技

术人才流失，将对公司的研发生产造成不利影响。 

（四）财务风险 

1、汇率波动风险 

公司存在部分境外销售及境外采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算。

未来若人民币与美元或美元与日元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的

汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。 

2、存货跌价风险 

报告期，公司存货账面价值为 53,680.79 万元，占期末资产总额的比重为

7.75%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业

务规模扩大进一步增长。如果未来市场需求、价格发生不利变动，公司将面临存

货跌价的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。 

3、商誉减值风险 

2018 年 1 月，公司收购苏州颀中形成商誉 88,748.48 万元。报告期内，苏州

颀中系公司封装测试业务主要经营主体，如果未来封装测试市场需求、产业政策

或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，而苏州颀中未能适应前述变化，

则可能对苏州颀中的盈利能力产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风

险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 

4、税收优惠存在不确定性的风险 

报告期内，公司子公司苏州颀中享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率，

若未来上述税收优惠政策发生变化或者子公司苏州颀中不再符合税收优惠条件，
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则可能对公司的经营业绩和盈利产生不利影响。 

5、合肥工厂新增折旧可能影响公司盈利水平的风险 

公司合肥工厂项目厂房于 2023 年末转为固定资产，与之配套的机器设备在

达到预定可使用状态后陆续转固。报告期内，合肥工厂项目转固金额 17,541.66

万元，该部分固定资产将在未来一定期限内计提折旧。若合肥工厂的客户导入不

及预期，公司销售收入增长可能无法消化每年新增折旧费用，公司存在毛利率下

降及业绩下滑的风险。 

四、重大违规事项 

在本持续督导期间，颀中科技不存在重大违规事项。 

五、主要财务指标的变动原因及合理性 

2025 年半年度，公司主要财务数据如下所示： 

单位：元 

主要会计数据 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 
本期比上年同期增

减（%） 

营业收入 995,760,921.23 933,872,295.84 6.63 

归属于上市公司股

东的净利润 
99,191,402.40 162,024,179.46 -38.78 

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润 

96,524,530.03 157,476,907.78 -38.71 

经营活动产生的现

金流量净额 
234,190,993.63 316,388,303.49 -25.98 

主要会计数据 2025 年 6 月 30 日 2024年 12月 31日 
本期末比上年度末

增减（%） 

归属于上市公司股

东的净资产 
6,073,902,073.00 6,003,292,022.20 1.18 

总资产 6,930,277,295.35 6,991,013,658.68 -0.87 

公司主要财务指标如下表所示： 

主要财务指标 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 
本期比上年同期增

减（%） 

基本每股收益（元/

股） 
0.08 0.14 -42.86 

稀释每股收益（元/

股） 
0.08 0.14 -42.86 
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主要财务指标 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 
本期比上年同期增

减（%） 

扣除非经常性损益

后的基本每股收益

（元/股） 

0.08 0.13 -38.46 

加权平均净资产收

益率（%） 
1.64 2.75 减少 1.11 个百分点 

扣除非经常性损益

后的加权平均净资

产收益率（%） 

1.59 2.67 减少 1.08个百分点 

研发投入占营业收

入的比例（%） 
 9.27   7.30  

 增加 1.97 个百分

点  

2025 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标变动的原因如下： 

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润减少，主要系业务扩张导致设

备折旧、人力成本增加及研发投入增加，而收入规模尚未完全释放所致。 

2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主

要系业务扩张导致设备折旧、人力成本增加及研发投入增加，而收入规模尚未完

全释放所致。 

3、报告期内，基本每股收益减少，主要系设备折旧、人力成本及研发投入

增加，归属于上市公司股东的净利润相应减少所致。 

4、报告期内，稀释每股收益减少，主要系设备折旧、人力成本及研发投入

增加，归属于上市公司股东的净利润相应减少所致。 

5、报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益减少，主要系设备折旧、

人力成本及研发投入增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相

应减少所致。 

六、核心竞争力的变化情况 

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 

（一）技术研发优势 

公司一贯坚持自主创新和精益求精的理念，始终把技术创新作为提高公司核

心竞争力的重要举措。就显示驱动芯片封测业务而言，作为境内规模最大、进入
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时间最早的显示驱动芯片封测厂商之一，公司在“微细间距金凸块高可靠性制造”、

“大尺寸高平坦化电镀”、“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”等凸块制造技

术以及“高精度高密度内引脚接合”、“125mm 大版面覆晶封装技术”、“高

稳定性晶圆研磨切割技术”等后段封装技术方面积累了较多成功经验和技术成果，

同时在高端设备技术改造、自动化系统方面具有较强实力，相关技术覆盖了整个

生产制程，为公司产品保持较高竞争力提供了坚实保障。目前，公司已具备业内

最先进 28nm 制程显示驱动芯片的封测量产能力。领先的技术优势及丰富的产品

特点有助于公司在显示驱动芯片封测业务中保持较高的客户粘性和定价能力。 

得益于公司在显示驱动芯片封测领域积累的丰富经验，公司在非显示类芯片

封测领域的技术研发中也取得了阶段性成果，相继开发出铜镍金、铜柱、锡等金

属凸块制造技术。其中，铜柱凸块可代替传统的打线封装，通过缩短连接电路的

长度，以减小芯片封装面积和体积，从而克服芯片系统的寄生电容干扰、电阻发

热和信号延迟等缺点；铜镍金凸块可通过重布线技术，在不改变前端芯片内部设

计结构的情况下，在封装环节进一步优化芯片的线路布局，以低成本的方式实现

降低芯片导通电阻、提升电性能的效果；锡凸块具有密度大、间距小、低感应、

散热能力佳的特点，适用于细微间距的芯片产品，市场空间较大。同时，面对“后

摩尔时代”芯片尺寸越来越小、电性能要求越来越高的技术发展趋势，公司建立

了 DPS 和载板覆晶封装制程，助力实现更小尺寸和更高集成度的整套封装测试

的解决方案。同时，公司依托在金属凸块技术方面的深厚积累，积极布局功率芯

片前段正面金属化（FSM）、背面减薄及金属化（BGBM）工艺以及后段铜片夹

扣键合（Cu Clip）封装工艺，以满足功率器件大电流、低导通阻抗的特性。 

（二）高质量、高稳定性和高可靠性的产品优势 

在集成电路行业这片广阔的科技海洋中，品质的稳定是破浪前行的关键。公

司将风险思维及过程管理模式贯穿于研发、制造、检测的全流程，通过产品质量

先期策划及生产件批准流程，严格把控产品质量形成的各阶段，以确保每一件产

品都能达到最高标准，满足客户的需求。同时，公司一直致力于建立健全质量控

制体系，通过了包括 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO14001 环境管

理体系认证、ISO9001 质量管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理体系、
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ANSI/ESD S20.20 静电防护管理体系认证等为代表的一系列国际体系认证，并在

内部建立了全方位、多层次和极其严苛的质量管理标准，有效地保证了产品的优

质、稳定。 

通过多年来精益求精的工匠精神，报告期内公司在凸块制造、COG/COP、

COF、DPS 等各主要环节的生产良率可稳定在 99.95%以上。优异的品质管控能

力为公司树立了良好口碑，也为公司业务开展奠定了坚实基础。 

（三）技术改造与软硬件开发优势 

集成电路的先进封装与测试领域涉及的工序较多且技术发展日新月异，需要

对生产软硬件进行不断地升级改造以快速响应客户需求。公司一直致力于智能制

造的投入与专业人才的培养，拥有一支 20 余人的专业化团队，具备较强的核心

设备改造、配件设计以及自动化系统开发能力。 

在核心设备改造方面，公司自主设计并改造了一系列适用于 125mm 大版面

覆晶封装的相关设备，为大版面覆晶封装产品的量产奠定了坚实基础，并自行完

成了核心 8 吋 COF 设备的技术改造以用于 12 吋产品，大幅节约了新设备购置所

需的时间和成本；在高端设备配件及工治具设计方面，公司研发设计出高温测试

治具装置，解决了测试温度均匀性问题，提升了晶圆测试效率和品质；在系统开

发方面，自主研发出真空溅镀、电镀等关键节点参数智能化监控系统，并且开发

出测试自动化体系，进一步提升了公司整体的工艺管控水平。出众的技术改造与

软硬件开发能力是公司自主创新的重要体现。 

（四）丰富的产品组合及特色工艺优势 

公司可顺应客户要求，提供基于 8 吋、12 吋晶圆的全制程“一站式”封测

业务，可极大提高产品的稳定性与可靠性，并有效减轻客户成本。针对电源管理

芯片、射频前端芯片等产品对于高 I/O 数、高电性能、低导通电阻日益增长的需

求，公司可提供如铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等先进凸块制造技术以及重布

线、多层堆叠等特色工艺，也可提供全制程的 Fan-in WLCSP 量产服务以满足客

户需要。此外，公司还可为客户提供各类配套服务，如凸块制造所需的光罩设计、

探针卡的设计维修、薄膜覆晶卷带设计、测试程式开发等。丰富的产品组合和先
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进的特色工艺为公司提供了极具市场竞争力的业务基础。 

（五）地域优势 

公司客户主要为集成电路芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间

短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金

成本，及时应对来自客户的随机性和突发性需求，方便企业与客户的交流和反馈，

增强其竞争力。 

公司注册地合肥市近年来在集成电路领域形成了一定的规模效应，目前已成

为中国大陆集成电路产业发展最快、成效最显著的城市之一。合肥市被国家发改

委和工信部列为集成电路产业重点发展城市，也是全国首个“海峡两岸集成电路

产业合作试验区”和首批“国家集成电路战略性新兴产业集群”。合肥将集成电

路产业作为重点发展的战略性新兴产业，构建了从设计、制造、封装测试、装备

材料，到公共服务平台的完整产业链生态，已集聚产业链上下游重点企业数百家。

晶合集成、京东方、维信诺等与公司相关的上下游企业均在合肥有所布局。 

长三角地区是目前中国大陆集成电路产业的主要集群区域，已形成了芯片研

发、设计、制造、封装测试以及相关物料和设备等较完整的集成电路产业链。江

苏集成电路产业链完备、配套能力强，芯片设计与制造能力提升较快。全资子公

司苏州颀中所在的苏州工业园区也汇集了和舰芯片、华星光电等公司上下游企业。 

此外，公司在中国台湾设有办事处，可与当地 IC 设计客户保持更为紧密的

沟通，有助于公司境外业务的开展。优越的地理位置为公司发展提供了丰沃土壤，

有利于公司减少交货时间并节约运输时间、库存成本，同时有助于公司及时处理

客户或下游企业的各类需求，方便与其直接交流和反馈，公司在成本控制、人才

资源、专业技术上的优势将越发突出。 

（六）团队经验丰富、具有创新精神的管理团队 

公司的经营管理团队主要成员在集成电路先进封测行业拥有超过 15 年以上

的技术研发和生产管理经验，具备国际一流先进封测企业的视野和产业背景。自

设立以来，公司经营管理团队通过技术引进、消化吸收和自主创新，逐步积累和

提高了以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为代表的先进封装技术及生产
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管理能力。在管理团队的卓越带领之下，公司业务规模不断增长，行业地位显著

提升。经验丰富且稳定的管理团队，有利于公司继续保持在行业内的领先地位，

不断提升公司品牌效应。 

（七）优质的客户资源和市场开发优势 

凭借领先的先进封测能力、高品质的产品质量以及多品种的封测服务种类，

公司赢得了境内外集成电路设计企业的广泛认可，并与众多国内外知名设计公司

保持了良好且稳定的合作关系。在显示驱动芯片封测领域，公司积累了奕斯伟计

算、格科微、联咏科技、敦泰电子、奇景光电、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、

集创北方、云英谷、通锐微等境内外知名的客户；在非显示类芯片封测领域，公

司开发了昂瑞微、矽力杰、杰华特、南芯半导体、纳芯微、艾为电子、唯捷创芯、

希荻微等优质客户资源。上述客户在集成电路相关领域具有较高的市场占有率和

知名度。此外，公司拥有一支在集成电路上下游产业链具有丰富经验和人脉资源

的业务团队，有利于公司更好地开拓和服务好客户。优质客户的深度及广度是公

司重要的竞争优势。 

七、研发支出变化及研发进展 

公司始终重视研发体系建设、坚持以市场为导向，与客户紧密合作，坚持对

技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障，建立了高素质

的核心管理团队和专业化的核心研发团队。报告期内，公司研发投入 9,231.07

万元，较上年同期增长 35.32%。截至报告期末，公司研发人员数量增至 295 人，

较上年同期增长 19.43%，研发人员数量占公司比例为 12.87%。同时，公司积极

推进产学研合作，公司与合肥工业大学携手共建“研究生联合培养基地”，为培

养高素质专业人才、推动产学研深度融合搭建了新的平台，通过深化校企学术合

作与交流，强化合作项目对接与实施，形成“学术研究-产业实践”的双向赋能

机制。 

报告期内，公司获得授权发明专利 10 项（中国 4 项，国际 6 项）、授权实

用新型专利 18项,包括芯片封装结构及芯片封装方法、晶圆盒与半导体生产设备、

用于覆晶薄膜封装的散热贴安装治具与生产设备、用于柔性基板卷带上料的自动

收料机构与生产设备、芯片重布线结构及其制备方法、用于芯片封装的顶针装置、

晶圆表面介电层的制备方法、晶圆结构及凸块的成型方法、电镀导电治具、用于
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去除卷带芯片的芯片剔除装置等在内的授权专利均为自主研发，且上述技术大部

分已在公司产品上实现了应用。 

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致 

不适用。 

九、募集资金的使用情况及是否合规 

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 14,488.61 万元，

具体使用情况如下： 

单位：万元 

项目 金额 

募集资金总额 242,000.00  

减：支付发行有关费用 18,737.38 

首次公开发行募集资金净额 223,262.62  

减：使用募集资金金额 211,549.99 

其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 24,873.31 

直接投入募投项目金额 172,876.68 

使用超募资金永久补充流动资金金额 13,800.00 

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,416.63 

减：补流资金利息收入扣除手续费净额转出 640.65 

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户应结余金额 14,488.61 

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 14,488.61 

差异金额 0.00 

报告期内，公司于 2025 年 6 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通

过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用

超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集

中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的

股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于

2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

的公告》（公告编号：2025-028）、《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞

价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。 
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公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形。 

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、

冻结及减持情况 

1、实际控制人 

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管

理委员会。 

2、控股股东 

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东合肥颀中科技控股有限公司持有公司

397,127,159 股，持股比例为 33.40%。 

3、董事、监事和高级管理人员 

截至 2025 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下： 

序号 名称 任职 持股数量（万股） 持股比例 

1 陈小蓓 董事长 - - 

2 赵章华 董事 - - 

3 罗世蔚 董事 5.34 0.0045% 

4 黄玲 董事   

5 杨宗铭 董事、总经理 305.06 0.26% 

6 余成强 
董事、副总经理、董事会秘书、

财务总监 
189.24 0.16% 

7 胡晓林 独立董事 - - 

8 崔也光 独立董事 - - 

9 王新 独立董事 - - 

10 杨国庆 监事会主席 - - 

11 吴茜 监事   

12 朱雪君 职工代表监事   
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序号 名称 任职 持股数量（万股） 持股比例 

13 朱晓玲 副总经理 - - 

14 周小青 副总经理 112.96 0.10% 

15 张玲玲 副总经理 38.84 0.03% 

注 1：本表中列示的董事、监事和高级管理人员的持股情况不含通过中信建投基金-颀中科

技员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有的公司股份。 

除上述持有公司股份外，公司董事、监事和高级管理人员均未以其它方式直

接或间接持有公司股份。 

（二）质押、冻结及减持情况 

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管

理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。 

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项 

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他

事项。  






